ldiem

UN SIGLO DE CONFIANZA Y RESPALDO

INFORME N° 709.109-1

1. ALCANCE

A peticion de Comintecc Suizandina Inversiones Ltda, a través de la Sefora Angélica Ramirez,
se calculd la transmitancia térmica de una solucién constructiva para muros perimetiales,
para tres espesores distintos, considerando la situacion mds desfavorable en que ésta pueda
ser utiizada, con el fin de evaluar el cumplimiento de la reglamentacion témica vigente
considerando la zonificacion térmica aprobada por resoluciones del Ministerio de Vivienda v
Urbanismo.

El presente informe anula y reemplaza al informe N° 709,109 emitido por Idiem el 11 de julio de 2011
2. ANTECEDENTES
2.2 Documentos

i) Manual de aplicacion reglamentacion témica MINVU,
) Especificaciones tecnicas de los materiales constituyentes

2.3 Normas

i) NCh 853 Of. 2007 “"Acondicionamiento térmico — Envolvente témica de edificios
- Cdlculos de resistencias y transmitancias térmicas”.

3. CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CONSTRUCTIVA

Segun datos aportados por el solicitante, la solucidn constructiva, de nombre comercial “East
Work” cormesponde a un sistema de paneles fabricados en espesores totales de 60, 90y 120
mm. Estdn compuestos por un nlcleo de hormigdn con perlas de poliestireno con una
densidad nominal de 430 kg/m® vy espesor variable segin el espesor fotal, el cual estd
revestido por ambas caras con una placa de fibrocemento de 5 mm de espesor cada unag,
con una densidad de 610 kg/m?. Estos paneles se fabrican con junturas machihembradas en
las cuales se agrega mortero de pega, de caracteristicas similares al relleno del panel.
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Figura 1. Esquema de los elementos.
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4, CALCULOS TERMICOS

Segun lo indicado en la norma NCh 853 Of.2007, el cdlculo de Ia transmitancia térmica se
realiza segt_]n las siguientes ecuaciones:

R, = Rsi+ Z% + Rse

Con:

U Transmitancia térmica de la solucion constructiva

Ry Resistencia termica total de la solucion constructiva

Ry Resistencia térmica de la superficie interior

R Resistencia termica de la superficie exterior

e Espesor de cada componente de la solucion constructiva

/. Conductividad férmica de cada componente de la solucidn constructiva

Para efectuar el cdiculo, se requiere como dato de entrada la conductividad térmica de
cada material considerado. En este caso se usardn los datos indicados en la tabla 1:

Tabla 1. Conductividad fermica de los materiales que componen la solucion constructiva,

. Densidad Conductividad
Marericles nominal, [kg/m®] | témica (4), [W/mK]
Fibrocemento 610 0,24
Hormigdn con perlas de poliestireno 430 0,12

El cdlculo para los tres espesores de la solucion constructiva considerados se observa en las
tablas 2, 3y 4:

Tabla 2. Cdiculo para muro de espesor 60 mm.

R Ut

Mctenalss Espesor Resistencia | fransmitancio

[mm] térmica térmica total

MK/ W] W/m?K]

Rsi - 0,12
Fiorocemento 5 0.021
Hormigon con perias de poliestireno 50 0,416 1,73
Fibrocemento 5 0,021
Rse - 0
Ry 0.578
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Tabla 3. Cdlculo para muro de espesor 90 mm.
R Ut
Espesor | Resistencia | transmitancia
Mesteriales [mm] térmica térmica fotal
MK/ W] [W/m?K]
Rsi - 0,12
Fibrocemento 5 0,021
Hormigon con perlas de poliestireno 80 0,667 1.21
Fibrocemento 5 0,021
Rse - 0
Rr 0,829
Tabla 4. Cdlculo para muro de espesor 120 mm.
R Ut
Matardaios Espesor Reglsfve:nCIo Trqnsm’rcncm
[mm] térmica térmica total
[M?K/ W] [W/m?K]
Rsi 0,12
Fibrocemento 5 0,021
Hormnigon con perlas de poliestireno 110 0.917 0.93
Fibrocemento 5 0.021
Rse 0
Ry 1,079
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5. COMENTARIO

El ariculo 4.1.10 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece gue los
complejos de techumbres, muros perimetrales vy pisos inferiores ventiados, entendidos como
elementos que constituyen la envolvente de la vivienda, deberdn tener una fransmitancia
térmica “U” igual o menor, a la senalada para la zona que le corresponda al proyecto de
arquitectura, de acuerdo con los planos de zonificacidn térmica aprobados por resoluciones
del Ministro de Vivienda y Urbanismo.
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UN SIGLO DE CONFIANZA Y RESPALDO

INFORME DE ENSAYO N° 709.107-1

El presente informe anula y reemplaza al informe N° 709.107 emitido por Idiem el 7 de julio de 2011

CORRELATIVO IDIEM SES N° | 380
CORRELATIVO DE OBRA CTEC 11/29-1
FECHA 12 de Julio de 2011

Informe sobre el coeficiente de conductividad térmica, solicitado a la Unidad de Calidad del Ambiente de la Seccion
Energia y Sustenfabilidad del Cenfro de Investigacion, Desarollo e Innovacion de Estructuras y Materiales, IDIEM de la
Universidad de Chile, ubicado en Plaza Ercilla 883, Santiago, RM.

NOMBRE DEL SOLICITANTE Angeélica Ramirez

EMPRESA Cominfecc Suizandina Inversiones Lida.

DIRECCION Las Tranqueras 1395

COMUNA Santiago CIUDAD Santiago

TELEFONO 2 -202 3107 FAX

1. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA Muestra recibida en laboratorio — 1 de junio de 2011
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: | Muestra recibida por Pedro Fuentes

DESCRIPCION DE LA MUESTRA Placas de fibrocemento

NOMBRE DE LA MUESTRA Fast Work - Fibrocemento

ESPESOR PROMEDIC [mm] LARGO PROMEDIO [mm] ANCHO PROMEDIO [mm]
12 350 350

2. PREPARACION DE LA PROBETA
La probeta fue secada en horno a una temperatura constante de l 75 [ G

3. DESCRIPCION DEL ENSAYO

El coeficiente de conductividad térmica se defermind de acuerdo a lo establecido en la norma NCh 850 Of.83 "Méfodo
para la determinacion de la conductividad térmica en estado estacionario por medio del anillo de guarda®. Para este
efecto, las probetas se instalaron en forma horizontal y simétrica con respecto al calefactor eléctrico plano del equipe.

El regimen estacionario se obtuvo con alimentacion eléctica estabilizada y control fermostdtico de temperaturas.  La
medicion de la temperatura se realizé con termocuplas.

El interior del equipo se rellend con perlitas de poliestireno, para restringir las pérdidas de calor por los bordes exteriores de
la seccion de guarda y de las probetas.

DENSIDAD MEDIA APARENTE 609,8 kg/m?

HUMEDAD PROMEDIO PROBETA RECEPCIONADA 1.9 % del PESO SECO
HUMEDAD PROMEDIO RECUPERADA DESPUES DE ENSAYO 1.0 % del PESO SECO
GRADIENTE DE TEMPERATURA A TRAVES DEL MATERIAL 7.0 T

TEMPERATURA MEDIA DE LAS PROBETAS 20,8 T

TEMPERATURA AMBIENTE 21,8 ‘G

FLUJO TERMICO DURANTE EL ENSAYO 144,6 W/m?

FECHA DE ENSAYO 15/06/2011

CONDUCTVIDAD TERMICA 0.24 W/mK

4, OBSERVACIONES
4.1. 4.1. Elensayo fue redlizado a humedad natural solicitado por el cliente.
4.2. El presente informe no debe ser reproducido excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio.
4.3, El resultado obtenido no avala producciones (lotes de produccion o Iotes de lnspecc;;en] pasadas, presentes o
futuras y es aplicable sojgmente a la mue . e

SES-FOR-208 version 3 Pagina 1 de 1 www.idiem.cl



®
FACULTAD DE CIENCIAS
F Y MATEM S
UNIVERSIDAD DE CHILE ®

UN SIGLO DE CONFIANZA Y RESPALDO
INFORME DE ENSAYO N° 709.108-1

El presente informe anula y reemplaza al informe N° 709,108 emitido por Idiem el 7 de julio de 2011

CORRELATIVO IDIEM SES N° | 381
CORRELATIVO DE OBRA CIEC 11/29-2
FECHA 12 de Juliode 2011

Informe sabre el coeficiente de conductividad térmica, solicitado a la Unidad de Cdalidad del Ambiente de la Seccién
Erergia y Sustenfabllidad del Centro de Investigacion, Desarrollo e Innovacion de Estructuras y Materiales, IDIEM de la
Universidad de Chile, ubicado en Plaza Ercilla 883, Santiago, RM.

NOMBRE DEL SOLICITANTE Angélica Ramirez
EMPRESA Comintecc Suizandina Inversiones Ltda.
DIRECCION Las Tranqueras 1395
COMUNA Santiago CIUDAD Santiago
TELEFONO 2 - 202 3107 FAX
1. DESCRIPCION DE LA MUESTRA
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA Muestra recibida en laboratorio — 1 de junio de 2011
TOMA DE MUESTRA REALIZADA POR: | Muestra recibida por Pedro Fuentes
DESCRIPCION DE LA MUESTRA Hormigon con perlas de poliestireno
NOMBRE DE LA MUESTRA Fast Work - Relleno
ESPESOR PROMEDIO [mm] LARGO PROMEDIC [mm] ANCHO PROMEDIO [mm]
50 350 350
2. PREPARACION DE LA PROBETA
La probeta fue secada en horno a una temperatura constante de | 75 °C

3. DESCRIPCION DEL ENSAYO

El coeficiente de conductividad térmica se defermind de acuerdo a lo establecido en la norma NCh 850 Of,83 "Método
para la determinacién de la conductividad témica en estado estacionario por medio del anillo de guarda®. Para este
efectfo, las probetfas se instalaron en forma horizonial y simétrica con respecto al calefactor eléctrico plano del equipo.

El réegimen estacionario se obtuvo con alimeniacion eléctiica estabilizada y control termostdtico de temperaturas. La
rmedicion de la temperatura se realizd con termocuplas.

El interior del equipo se rellend con perlitas de poliestireno, para restingir las pérdidas de caler por los bordes exteriores de
la seccion de guarda y de las probetas.

DENSIDAD MEDIA APARENTE 431,0 kg/m?®

HUMEDAD PROMEDIO PROBETA RECEPCIONADA 6.8 % del PESO SECO
HUMEDAD PROMEDIO RECUPERADA DESPUES DE ENSAYO 0.3 % del PESO SECO
GRADIENTE DE TEMPERATURA A TRAVES DEL MATERIAL 10,2 °C

TEMPERATURA MEDIA DE LAS PROBETAS 20,6 °C

TEMPERATURA AMBIENTE 17,7 %

FLUJO TERMICO DURANTE EL ENSAYO 25,3 W/m?

FECHA DE ENSAYO 20/06/2011

CONDUCTIVIDAD TERMICA 0,12 W/mK

4. OBSERVACIONES

4.1. 4.1. Elensayo fue redlizado a humedad natural solicitado por el cliente.
4.2. El presente informe no debe ser reproducido excepto en su totalidad, sin la autorizacion escrita del laboratorio.
4.3. Elresultado obtenido no avala producciones (lotes de produccion o lotes de inspeccion) pasadas, presentes o

futuras y es aplicable solgmente a la muesrrgae%g!gg_\ e y
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Jefe de Secciodn Energia y Sustenta
IDIEM - Universidad de Chile

Esteban Ruedlingér S.
fe Sub Unidad Ensayos
Calidad del Ambiente - SES
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